RHEINMETALL

Anlage 5: PCBA

Zutreffendes bitte ankreuzen, bzw. ausfiillen

1. Aligemein

Kénnen alle Bauformen bestiickt werden? I:' 1 I:l Al

Welches Leiterkartenmaterial verwenden Sie am haufigsten? |:| FR4
[ rrs

Welches Létverfahren wird verwendet? |:| Reflow

I:l Dampfphasenlétverfahren

D Schwalllétverfahren

D Handlétung

Beherrschen Sie das Verfahren der Einpresstechnik? D Ja I:l Nein
Koénnen Sie Leiterkarten im Rapid Prototyping Verfahren herstellen? D Ja D Nein
Welche Umwelttests kdnnen Sie durchfiihren? |:| Shaker

D Temperatur

[] ewv

I:l Saltspray
Welche Prufverfahren fiihren Sie durch? |:| IcT

[] noi

[] ewv

[] rontgen

Ist eine Verdrahtung auf Gerateebene moglich? D Ja I:l ein
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